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研究背景

物性評価

釉薬開発
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⾻材板状結晶

素焼 1200℃焼成体

平成12年に天草低⽕度陶⽯を配合した陶⼟により1200℃でも
磁器化する熔化しやすい磁器を弊所で開発した。通常の1300℃
焼成と⽐較すると、ガスの使⽤量を約38%削減でき、エネル
ギー削減に繫がることが判明した。しかし、低温焼成磁器の産
地への普及には⾄っていない。
本研究では低温焼成磁器の産地への普及を⽬指し、1200℃専

⽤の釉薬開発及びそれに伴う下絵の発⾊データベース化を⾏う。
今回は、その⾜掛かりとなる開発陶⼟の物性の確認と透明釉の
釉薬開発について報告する。 焼成温度を100℃下げるだけで

約38％削減可能！
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試料

100㎜ どれくらい焼き曲がるか

焼成
焼曲げ試験

焼曲がり/㎜焼成温度/℃

201345

121273

8
天草(撰中) 

※参考値 1300℃

71239

51189

41175

41150

適正焼成温度幅 ：1170℃〜1240℃
線熱膨張係数＠650℃：7.82×10-6 /K

亜鉛華（ZnO）による低融点化
軟化点
/℃

ガラス転移点
/℃

899.4756.6LA1

857.1743.3
外割
Zn1％

805.3710.9
外割
Zn3％

軟化点が下がる
開発中の透明釉

線熱膨張係数＠650℃
6.83×10-6 /K

釉中に程よい圧縮応⼒がかかる値

開発した陶⼟について物性評価を⾏い、磁器の焼成温度および⽬標とする熱膨張について確認した。釉薬開発は亜鉛華
（ZnO）を加えることで低融点化に成功し、熱膨張係数も⽬標としていた陶⼟に対して1×10−6 /K⼩さい数値になった。今後
は更なる釉薬の改良と乳濁釉、マット釉等、釉薬の種類を増やすことを検討している。
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